
型式 　ＫＳＧＨ０１８    RoHS 2002/95/EC Compliant

ΔTmax(℃） Imax(A) Vmax(v) Qcmax(w)

76 1.5 2.2 1.8

93 1.5 2.8 2.0

W L1 L2 H

2.00 2.00 2.60 0.70

±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.1

オプション

性能特性図
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Th=70℃

公差(mm)

27℃

Cu-Ni-Pd-Au

窒化アルミ （AlN）

窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ

Ｔｈ

70℃

予備半田

上下メタライズ

セラミック材質

セラミック材質

SnSb （融点232℃）

 InSn（融点117℃）、BiSn（融点138℃）、組立半田SnSb（融点232℃）を選定時はSｎAgCu（融点217℃）も対応可能

  I = 0.5～ 1.5 A ( Step = 0.10 A )　電流値

Th=27℃

寸法(mm）

組立半田 AuSn （融点280℃）

　雰囲気   窒素　

組立半田

THERMO MODULE  DATA  

I = 0.5～ 1.5 A ( Step = 0.10A ) I = 0.5～ 1.5 A ( Step = 0.1Ａ）
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